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Abstract (en)
[origin: WO9305906A1] In order to produce improved films for application to a substrate without the need for additional devices for heating the
substrate, the liquid is applied to the substrate in larger amounts than necessary for the formation of the coating. The excess liquid is drawn off and
particularly re-used. The liquid is fed, by means of appropriate pressure control, on to the substrate in a laminar-flow stream at least in the contact
zone between liquid and substrate. Described is a flow applicator (1) which, in addition, has a discharge channel (4) above the outlet channel (5).
Between the input channel (2) and the discharge channel (4) is a channel (3) in the vicinity of which the excess liquid is used to heat the substrate
(30).

Abstract (fr)
Pour former des couches améliorées qui sont déposées sur un substrat tout en ayant la possibilité de se dispenser d'installations supplémentaires
servant au chauffage du substrat, le liquide a déposer est versé sur le substrat dans une quantité supérieure a ce qui est nécessaire pour la
formation du revétement. La quantité de liquide excédentaire est évacuée, et en particulier remise en circulation. Le liquide est conduit sur le
substrat sous forme de flux laminaire grace a un réglage approprié de la pression, au moins dans la zone de contact avec le substrat. On décrit un
dispositif applicateur (1) qui comporte également un canal d'évacuation (4) au-dessus du canal de sortie (5). Entre le canal d'alimentation (2) et
le canal d'évacuation (4) il est prévu un canal d'écoulement (3) au niveau duquel la quantité de liquide excédentaire est utilisée pour réchauffer le
substrat (30).
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